


•	 28-letnie doświadczenie w usługach
•	 Certyfikat ISO
•	 Uprawnienie SEP 
•	 Na życzenie klienta nasze prace mogą być zakończone 
	 badaniami z powierzchni oraz powietrza przeprowadzanymi 		
	 przez akredytowane laboratoria. 
•	 Oddziały i samodzielne ekipy obejmujące działanie na terenie 
	 całej Polski.  
•	 Hala produkcyjna i zaplecze serwisowe 
•	 Laboratorium chemiczne zdolne do tworzenia dedykowanych 	
	 rozwiązań
•	 Wysoko wykwalifikowany zespół serwisowy
•	 Własne urządzenia technologiczne i wspomagające.
•	 Biotechnologiczne  i Nanotechnologiczne preoaraty czyszczące
•	 Ubezpieczenie od odpowiedzialności w wysokości 
	 1 000 000PLN
•	 Umowy ramowe pozwalające na cykliczne akcje serwisowe
•	 Własny sprzęt i autorskie preparaty RESIST®, MetalZell®, 
	 CALNEX®
•	 Preparaty wspomagające z dopuszczeniami do kontaktu 
	 z żywnością Hż oraz NSF w przypadku prac w Przemyśle 
	 spożywczym ,farmaceutycznym 
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Technologia ICECARD FORMA  
opracowana dla czyszczenia  
i konserwacji form przy zacho-
waniu ich wydajności i dokładno-
ści dla produkowanych detali. 
Dzięki opracowanej technologii 
ICECARD skróciliśmy o 50%, pro-

ces czyszczenia form.   Stosując technologię 
ICECARD formy mogą być czyszczone częściej, 

PRZED PO

IM Injectionmold
szybciej, oszczędniej , w sposób przyjazny dla 
środowiska.  Oszczędności czasu są znacząco 
widoczne w przypadku form z wieloma gniaz-
dami, ponieważ do wyczyszczenia pozostaje 
znacznie więcej zagłębień niż w przypadku 
mniejszych obiektów. Istotną kwestią jest tak-
że ilość części ,które składają się na formę. Im 
więcej jest elementów do demontażu, a zatem 
do oczyszczenia, tym więcej czasu zaoszczę-

dzamy. Demontaż i montaż oraz ewentualną 
konserwację przeprowadzamy przy użyciu pre-
paratów WEICON do form wtryskowych.
 
Zalety czyszczenia Technologią ICECARD 
FORMA:
•Metoda przyjazna dla środowiska
•Metoda bezinwazyjna i bezpieczna dla form
•Skrócenie czasu czyszczeni form wtryskowych
•Nie uszkadza form – Gaz podany w postaci 
mgły pod małym ciśnieniem 2 bar
•Nie wymaga wcześniejszego przygotowywa-
nia podłoża
•Brak przestojów, czyszczenie na linii bez de-
montażu
•Metoda sucha, brak zalania podzespołów, nie 
ma konieczności osłaniania silników, 
falowników itp.

•Redukcja stosowania chemikaliów = brak od-
padów wtórnych
•Nie stosowanie preparatów ściernych i powo-
dujących uszkodzenie materiału
•Infrastruktura sucha i odtłuszczona – wydłużo-
ny czasookres powrotu zabrudzenia
•Skraca czas sprzątania i przygotowania stano-
wiska na rozruch

PROCES
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